附件1：

34项国家标准清单

	序号
	计划号
	项目名称
	性质
	制修订
	技术归口单位

	
	20231178-T-469
	平板显示器偏光片测试方法 第1部分：理化性能
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231201-T-469
	平板显示器偏光片测试方法 第2部分：光学性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231186-T-469
	平板显示器偏光片测试方法 第3部分：可靠性
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231194-T-469
	有机发光材料测试方法第1部分：光学测试
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231184-T-469
	有机发光材料测试方法 第2部分：热学性能
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231200-T-469
	有机发光材料测试方法第4部分：电学性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231198-T-469
	有机发光显示用偏光片
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231196-T-469
	平板显示器基板玻璃测试方法 第1部分：外观与几何尺寸
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231197-T-469
	平板显示器基板玻璃测试方法 第2部分：表面性能
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231179-T-469
	平板显示器基板玻璃测试方法 第3部分：热学性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231191-T-469
	平板显示器基板玻璃测试方法 第4部分：力学性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231193-T-469
	平板显示器基板玻璃测试方法 第5部分：光电性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231188-T-469
	混合液晶测试方法
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231189-T-469
	液晶配向膜测试方法 第1部分：理化性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231177-T-469
	液晶配向膜测试方法 第2部分：成膜性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231192-T-469
	液晶配向膜测试方法 第3部分：光电性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231175-T-469
	有机发光电子/空穴功能材料测试方法第1部分：热学性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231199-T-469
	有机发光电子/空穴功能材料测试方法第2部分：光学性能
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231183-T-469
	有机发光电子/空穴功能材料测试方法第3部分：纯度
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231187-T-469
	平板显示器基板玻璃规范
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231180-T-469
	电子级磷酸
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231185-T-469
	电子级N-甲基-2-吡咯烷酮
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231195-T-469
	电子级五（二甲氨基）钽
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231182-T-469
	电子级四（二甲氨基）钛
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20232462-T-469
	电子级八甲基环四硅氧烷
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20232463-T-469
	电子级四氯化钛
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20232465-T-469
	电子级四甲基硅烷
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231181-T-469
	光伏组件封装用共挤胶膜
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231005-T-469
	印制板用铜箔测试方法
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231003-T-469
	印制板用光成像耐电镀抗蚀剂
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231018-T-469
	集成电路封装用球形氧化铝微粉
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231021-T-469
	集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20231004-T-469
	电子封装用环氧粉末包封料
	推荐
	修订
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会

	
	20232460-T-469
	集成电路用双马来酰亚胺/三嗪（BT）封装基材
	推荐
	制定
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会


